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【57】申請專利範圍
1.　一種多層印刷電路板，包含：一第一外電路層，包含一第一導線，該第一導線用以傳輸
一高頻訊號；一內電路層，包含一第二導線，其中該第一外電路層係設置於該內電路層

之一側；一第二外電路層，設置於該內電路層之另一側；一連通柱，自該第一外電路層

貫穿至該第二外電路層，耦接於該第一導線及該第二導線，其中該第二導線係經由該連

通柱耦接至該第一導線以傳輸該高頻訊號；一高介電損耗防焊油墨層，設置於該連通柱

外露於該第二外電路層外的一開路殘段端；及一低介電損耗防焊油墨層，覆蓋於該第二

外電路層及該高介電損耗防焊油墨層；其中該高介電損耗防焊油墨層對應於 10G赫茲訊
號的損耗因子為 3以上，及該低介電損耗防焊油墨層對應於 10G赫茲訊號的損耗因子為
0.03以下。

2.　如請求項 1所述之多層印刷電路板，其中對應於一高頻頻率，該高介電損耗防焊油墨層
之一損耗因子(dissipation factor)實質上約為該低介電損耗防焊油墨層之一損耗因子的一
百倍，其中該高頻頻率是 10G赫茲。

3.　如請求項 1所述之多層印刷電路板，其中該高介電損耗防焊油墨層之厚度係為 1密耳
(mil)以上。

4.　如請求項 1所述之多層印刷電路板，其中對應於一高頻頻率，該高介電損耗防焊油墨層
之一介電常數(dielectric constant)實質上約為 100以上，其中該高頻頻率是 10G赫茲。

5.　一種製作多層印刷電路板的方法，包含：設置一第一外電路層，該第一外電路層包含一
第一導線；設置一內電路層，該內電路層包含一第二導線；設置一第二外電路層，其中

該內電路層係設置於該第一外電路層及該第二外電路層之間；設置一連通柱，該連通柱

自該第一外電路層貫穿至該第二外電路層並耦接於該第一導線及該第二導線；於該連通

柱外露於該第二外電路層外的一開路殘段端，設置一高介電損耗防焊油墨層；及設置一

低介電損耗防焊油墨層以覆蓋於該第二外電路層及該高介電損耗防焊油墨層；其中該高
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介電損耗防焊油墨層對應於 10G赫茲訊號的損耗因子為 3以上，及該低介電損耗防焊油
墨層對應於 10G赫茲訊號的損耗因子為 0.03以下。

6.　如請求項 5所述之製作多層印刷電路板的方法，其中對應於一高頻頻率，該高介電損耗
防焊油墨層之一損耗因子(dissipation factor)實質上係約為該低介電損耗防焊油墨層之一
損耗因子的一百倍，其中該高頻頻率是 10G赫茲。

7.　如請求項 5所述之製作多層印刷電路板的方法，其中該高介電損耗防焊油墨層之厚度係
為 1密耳(mil)以上。

8.　如請求項 5所述之製作多層印刷電路板的方法，其中對應於一高頻頻率，該高介電損耗
防焊油墨層之一介電常數(dielectric constant)實質上約為 100以上，其中該高頻頻率是 10G
赫茲。

圖式簡單說明

第 1圖為本發明一實施例之多層印刷電路板的示意圖。
第 2圖為製造第 1圖之多層印刷電路板的方法流程圖。
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